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PVD-Beschichtung — ein Werkzeug zur Herstellung dinner keramischer Schichten

Die physikalische Gasphasenabscheidung (physical vapour deposition — PVD) ist ein Sammelbe-
griff fr alle Verfahren der physikalischen Abscheidung dinner Schichten aus der Gasphase.

Diese vakuumbasierten, plasmaunterstiitzten Beschichtungstechnologien erméglichen dem An-
wender die Herstellung von dinnen (typischerweise unter 10um) reinen metallischen oder nitridi-
schen (z.B. TiN), karbidischen (z.B. TiCN, B4C), boridischen (z.B. TiB.) und oxidischen (z.B. Al,O3)
Verbindungsschichten. Die Abscheidung der Schichten wird durch Verdampfen oder Kathodenzer-
staubung eines als Target genannten Ausgangsmaterials durch Anwendung eines Sputtergases
(typischerweise Argon oder Krypton) und teilweise durch Zugabe von Reaktivgasen wie z.B. Stick-
stoff oder C;H,, CH4, O, usw. realisiert.

Im Rahmen des Vortrags wird dargelegt, wie mit Hilfe der Dinnschichttechnologie die funktionellen
Eigenschaften von keramischen Werkstoffen auf nicht-keramische Bauteile als Trager (Substrat-
material) in Form von diinnen keramischen Uberziigen (Schichten) libertragen werden kénnen.
Aus der groRen Bandbreite der PVD-Techniken werden die Mdglichkeiten des d.c. Magnetron-S-
putterns an einigen anwendungsspezifischen Beispielen dargestellt, die im Rahmen von For-
schungs- und Kundenprojekten im TZO entwickelt worden sind.



